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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（A）酸性基以外の官能基を有する重量平均分子量が５万～１５万である（メタ）アクリ
ル系ポリマーと、
（B）イソシアネート系架橋剤とを含み、
　前記（メタ）アクリル系ポリマー（A）１００重量部中に、
　(a-1)アルコキシアルキル（メタ）アクリレート及び／又はアルコキシアルキレングリ
コール（メタ）アクリレートが５０～９９．８重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-2)水酸基を有するモノマーが０．１～１０重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-3)窒素含有モノマーが０．１～５重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-4)アルキル(メタ)アクリレートが０～４９．８重量部の範囲内の量で共重合され、
　該（A）(メタ)アクル系ポリマーに（B）イソシアネート系架橋剤による架橋構造が形成
される際に、ゲル分率が５０～８０％となることを特徴とする導電膜用粘着剤組成物。
【請求項２】
　上記導電膜用粘着剤組成物が有機溶媒中に（A）（メタ）アクリル系ポリマーと（B）イ
ソシアネート系架橋剤とが分散若しくは溶解されてなる塗布液を形成してなり、該塗布液
中における固形分含量が４０～８０重量％の範囲内にあることを特徴とする請求項第１項
記載の導電膜用粘着剤組成物。
【請求項３】
　上記導電膜用粘着剤組成物のゲル分率が、６０～７０重量％の範囲内にあることを特徴
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とする請求項第１項記載の導電膜用粘着剤組成物。
【請求項４】
　上記導電膜用粘着剤組成物が厚さ２５～２０００μｍのガラス基板の表面にＩＴＯ電極
を貼着するための導電膜用粘着剤組成物であることを特徴とする請求項第１項記載の導電
膜用粘着剤組成物。
【請求項５】
　上記ガラス基板の表面にＩＴＯ電極を貼着する際の導電膜用粘着剤組成物によって形成
される粘着剤層の乾燥厚さが１０～１０００μｍの範囲内になるように塗布することを特
徴とする請求項第４項記載の導電膜用粘着剤組成物。
【請求項６】
　基材と、粘着剤層と、導電層とがこの順に積層された積層体であって、
　前記粘着剤層は、
（A）酸性基以外の官能基を有する重量平均分子量が５万～１５万である（メタ）アクリ
ル系ポリマーと、
（B）イソシアネート系架橋剤とを含み、
　前記（メタ）アクリル系ポリマー（A）１００重量部中に、
　(a-1)アルコキシアルキル（メタ）アクリレート及び／又はアルコキシアルキレングリ
コール（メタ）アクリレートが５０～９９．８重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-2)水酸基を有するモノマーが０．１～１０重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-3)窒素含有モノマーが０．１～５重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-4)アルキル(メタ)アクリレートが０～４９．８重量部の範囲内の量で共重合され、
　前記粘着剤層は、該（A）(メタ)アクル系ポリマーに（B）イソシアネート系架橋剤によ
る架橋構造が形成され、ゲル分率が５０～８０％であることを特徴とする積層体。
【請求項７】
　上記粘着剤層のゲル分率が、６０～７０重量％の範囲内にあることを特徴とする請求項
第６項記載の積層体。
【請求項８】
　上記基材がガラス基材であり、該ガラス基材の厚さが２５～２０００μｍの範囲内にあ
り、かつ導電層がＩＴＯ電極であることを特徴とする請求項第６項記載の積層体。
【請求項９】
　上記粘着剤層の乾燥厚さが１０～１０００μｍの範囲内にあることを特徴とする請求項
第６項記載の積層体。
【請求項１０】
　上記積層体が、静電容量方式のタッチパネル用の積層体であることを特徴とする請求項
第６項記載の積層体。
【請求項１１】
　上記アルコキシアルキル（メタ）アクリレート及び／又はアルコキシアルキレングリコ
ール（メタ）アクリレート(a-1)が、メトキシエチルアクリレート、メトキシジエチレン
グリコールアクリレートより選ばれる1種以上であることを特徴とする請求項第６項記載
の積層体。
【請求項１２】
　表面支持体と、粘着剤層と、導電層とがこの順に積層された積層体を含むタッチパネル
ユニットと、該タッチパネルユニット上に積層されたフラットパネルディスプレイとから
なるタッチパネルにおいて、
　前記積層体が、請求項第６項～第１１項のいずれかの項記載の積層体であることを特徴
とするタッチパネル。
【請求項１３】
　上記タッチパネルが、静電容量方式のタッチパネルであることを特徴とする請求項第１
２項に記載のタッチパネル。
【請求項１４】
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　前記積層体において、前記表面支持体の前記粘着剤層と対面する面の縁部に額縁印刷が
なされていることを特徴とする請求項第１２項記載のタッチパネル。
【請求項１５】
　前記額縁印刷の厚さが、１０～５０μｍの範囲内にあることを特徴とする請求項第１４
項に記載のタッチパネル。
【請求項１６】
　前記導電層が、金属酸化物としてＩＴＯを用いた回路パターンであり、該回路パターン
に前記粘着剤層が直接接触していることを特徴とする請求項第１２項～第１５項のいずれ
かに記載のタッチパネル。
【請求項１７】
　前記表面支持体の厚さが２５～２０００μｍの範囲内にあることを特徴とする請求項第
１２項～第１６項のいずれかに記載のタッチパネル。
【請求項１８】
　前記導電層が回路パターンを形成しており、該回路パターンの厚さが１０～１００ｎｍ
の範囲内にあることを特徴とする請求項第１２項記載のタッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特定の組成を有する導電膜用粘着剤組成物、この導電膜用粘着剤組成物を粘
着剤として用いたタッチパネル形成部材用の積層体、および、この積層体を有するタッチ
パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、主に用いられているタッチパネルユニットには、大別して抵抗膜式タッチパネル
と静電容量方式のタッチパネルとがあり、これらは共には各種材料の積層体であり、その
貼り合わせには主にアクリル系粘着剤が使用されている。タッチパネルユニットは、画面
の最表面に配置されることから、使用されるアクリル系粘着剤には、高い透明性が求めら
れ、さらに耐久性試験や加速試験において高温高湿の環境におかれることから、高い耐熱
性、耐湿熱安定性などの特性が必要とされる。
【０００３】
　具体的には、各種材料の積層体であるタッチパネルユニットは、タッチパネル装置の最
表面に配置されることから、外部からの水分の浸入によって白化現象を生ずることがあり
、また、積層体の構成層を粘着剤により貼り合わせる際、空気を巻き込むことによる発泡
および積層する材料から発生するアウトガスによる発泡などにより、外観不良を生じるこ
とが問題になる。
【０００４】
　また、これまでのタッチパネルの主流であった抵抗膜方式のタッチパネルにおいては、
ポリカーボネート（ＰＣ）あるいはインモールドフィルム（ＩＭＤ）の貼り付けのために
種々の粘着剤が使用されてきた。
【０００５】
　しかしながら、ＰＣの材料上の特性として高温条件でアウトガスが発生すること、また
、ＰＣは水分を通しやすいために耐熱条件で発泡が起きること、湿熱条件で水分流入によ
る粘着剤層の白化現象を抑えることが難しいという問題もある。さらに、ＩＭＤはサブミ
クロンオーダーの段差を有するために、その段差に粘着剤が追従できずに泡を巻き込むと
いう問題もある。
【０００６】
　従来は、上記のような問題を、粘着剤に酸成分を配合することにより解決していた。即
ち、酸成分は混入した水分を分散させて析出させないという機能を有しており、粘着剤層
に浸入した水分は酸成分の分散力によって粘着剤層内に分散され析出することがなかった
ので、粘着剤層が白化するのを防止し、また水素結合を形成することからその水素結合に
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よる高い凝集力によって、耐熱発泡における泡の発生を抑えていたのである。
【０００７】
　ところで、近時、マルチタッチ化をはじめとする機能の充実化に伴い、抵抗膜方式のタ
ッチパネルに代わって静電容量方式のタッチパネルが主流になりつつある。この静電容量
方式のタッチパネルにおいては、抵抗膜方式のタッチパネルで要求されていた特性は当然
必要となるが、それに加えて、粘着剤が配線を形成している導電層と直接接触するために
、粘着剤が導電層の特性を変動させないという特性が必要になる。導電層は、酸化インジ
ウムスズ（ITO）のような金属あるいは金属酸化物で形成されており、酸との接触により
腐食を起こし、その抵抗値が上昇してしまうので、従来使用されていた酸成分を用いて耐
熱性、耐湿熱性などの特性を確保するという手段は用いることができない。
【０００８】
　このようなＩＴＯ等の金属あるいは金属酸化物からなる透明電極の腐食に関しては、特
許文献１（特開2010-77287号公報）には、アルコキシアルキルアクリレートを主成分とす
る重合体が開示されており、この特許文献１では、重量平均分子量が４０万～１６０万の
アルコキシアルキルアクリレート系のポリマーであってカルボキシル基含有モノマーを使
用しないポリマーを用いることが開示されている。
【０００９】
　このようにカルボキシル基含有モノマーを使用せずに４０万～１６０万のアルコキシア
ルキルアクリレート系のポリマーを使用することにより、ＩＴＯなどの金属あるいは金属
酸化物からなる透明電極の腐食に関してはある程度改善されるものの、耐湿熱白化性、耐
熱発泡性などの性能に関しては充分な効果を得られていない。さらに、粘着剤を透明電極
等に塗工する際の作業性も充分とはいえない。
【００１０】
　さらに、特許文献１に開示されているポリマーの重量平均分子量は４０万～１６０万と
大きいので、これを溶媒に溶解して塗布液を調製する際に固形分の量が多くなるとポリマ
ー溶液の粘度が高くなりすぎる。タッチパネル用途、特に静電容量方式のタッチパネル用
途においては、表面支持体とＩＴＯなどの導電性膜を接着するため、また静電容量の変化
を検知する感度を上げるために厚膜の粘着剤層を形成する必要がある。しかし、重量平均
分子量が４０万～１６０万のアルコキシアルキルアクリルレート系ポリマーを用いたので
は固形分含量が高い塗布液を調製することができないので、固形分含有量が低い塗布液を
調製し、繰返し塗布する必要があり、一度の塗工で必要とされる厚さの粘着剤層を形成す
ることが困難であるとの問題がある。
【００１１】
　また、特許文献２（特許第4531099号）には、アルコキシアルキルアクリレート及び水
酸基を有するアクリル系モノマーを必須の単量体成分として共重合して得られた、重量平
均分子量４０万～１６０万で分子量分布が１０～５０ではないアクリル系ポリマーおよび
イソシアネート架橋剤を含み、前記アクリル系ポリマーを構成するモノマー成分中にカル
ボキシル基含有モノマーを実質的に含まない透明プラスチック用粘着剤組成物が開示され
ている。また当該特許の審査過程において、前記アクリル系ポリマーの分子量分布はおよ
そ４～９であることが、前記特許の出願人により説明されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開2010-77287号公報
【特許文献２】特許第4531099号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、金属あるいは金属酸化物からなる導電膜を有するタッチパネル用の積層体に
おいて、耐熱発泡性、耐湿熱安定（耐白化）性に優れ、金属あるいは金属酸化物に対する
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腐食性のない導電膜用粘着剤組成物、これを用いた積層体およびこの積層体を用いたタッ
チパネルを提供することを目的としている。
【００１４】
　さらに、本発明は、一度の塗布工程で充分な厚さの塗膜を形成することができる導電膜
用粘着剤組成物を提供することを目的としている。
　また、近年はタッチパネルの表面を構成する表面支持体に、ディスプレイの額縁を印刷
することが行われている。この額縁が印刷された表面支持体と、透明電極等とを接着する
ためにも粘着剤が使用されるが、特許文献１や２に開示されているポリマーでは、重量平
均分子量が大きく、また特に特許文献２に開示されているポリマーは分子量分布が狭いた
めに、印刷部分の段差に粘着剤が充分に追従せず、空隙が出来てしまい、これが発泡の原
因となる。
【００１５】
　そこで本発明は、印刷段差に充分に追従する粘着剤を用いたタッチパネル用の積層体を
提供することをも目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の導電膜用粘着剤組成物は、（A）酸性基以外の官能基を有する重量平均分子量
が５万～１５万である（メタ）アクリル系ポリマーと、
（B）イソシアネート系架橋剤とを含み、
　前記（メタ）アクリル系ポリマー（A）１００重量部中に、
　(a-1)アルコキシアルキル（メタ）アクリレートが５０～９９．８重量部の範囲内の量
で共重合され、
　(a-2)水酸基を有するモノマーが０．１～１０重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-3)窒素含有モノマーが０．１～５重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-4)アルキル(メタ)アクリレートが０～４９．８重量部の範囲内の量で共重合され、
　該（A）(メタ)アクル系モノマーに（B）イソシアネート化合物による架橋構造が密に形
成されていることを特徴としている。
【００１７】
　また、本発明の導電膜用粘着剤組成物は、有機溶媒中に（A）（メタ）アクリル系ポリ
マーと（B）イソシアネート系架橋剤とが分散若しくは溶解されてなる塗布液を形成して
なり、該塗布液中における固形分含量が５０～８０重量％の範囲内にあることが好ましい
。
【００１８】
　この本発明の導電膜用粘着剤組成物のゲル分率は、通常は、６０～７０重量％の範囲内
にある。
　この本発明の導電膜用粘着剤組成物は、ガラス基板の表面にＩＴＯ電極層等を貼着する
ための導電膜用粘着剤組成物であることが好ましい。
【００１９】
　本発明の導電膜用粘着剤組成物のガラス基板の表面にＩＴＯ電極を貼着する際の導電膜
用粘着剤組成物によって形成される粘着剤層の乾燥厚さは、通常は１０～１０００μｍの
範囲内にある。
【００２０】
　また、本発明の積層体は、基材と、粘着剤層と、導電層とがこの順に積層された積層体
であって、
　前記粘着剤層は、
（A）酸性基以外の官能基を有する重量平均分子量が５万～１５万である（メタ）アクリ
ル系ポリマーと、
（B）イソシアネート系架橋剤とを含み、
　前記（メタ）アクリル系ポリマー（A）１００重量部中に、
　(a-1)アルコキシアルキル（メタ）アクリレートが５０～９９．８重量部の範囲内の量
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で共重合され、
　(a-2)水酸基を有するモノマーが０．１～１０重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-3)窒素含有モノマーが０．１～５重量部の範囲内の量で共重合され、
　(a-4)アルキル(メタ)アクリレートが０～４９．８重量部の範囲内の量で共重合され、
　該（A）(メタ)アクル系モノマーに（B）イソシアネート化合物による架橋構造が密に形
成されていることを特徴としている。
【００２１】
　本発明の積層体に用いられる導電膜用粘着剤組成物のゲル分率は、通常は６０～７０重
量％の範囲内にある。
　本発明の積層体においては、通常は基材がガラス基材であり、該ガラス基材の厚さが２
５～２０００μｍの範囲内にあり、かつ導電層がＩＴＯ電極である。
【００２２】
　本発明の積層体において粘着剤層の厚さは、通常は１０～１０００μｍの範囲内にある
。
　この積層体は、静電容量方式のタッチパネル用の積層体として好適に使用することがで
きる。
【００２３】
　本発明において、アルコキシアルキル（メタ）アクリレート及び／又はアルコキシアル
キレングリコール(メタ)アクリレート(a-1)は、メトキシエチルアクリレート、メトキシ
ジエチレングリコールアクリレートであることが好ましい。
【００２４】
　本発明のタッチパネルは、表面支持体と、粘着剤層と、導電層とがこの順に積層された
積層体を含むタッチパネルユニットと、該タッチパネルユニット上に積層されたフラット
パネルディスプレイとからなるタッチパネルにおいて、
　前記積層体が、上述のいずれかの積層体であることを特徴としている。
【００２５】
　本発明において、上記のタッチパネルは、静電容量方式のタッチパネルであることが好
ましい。
　本発明のタッチパネルには、通常は、積層体の前記表面支持体の前記粘着剤層と対面す
る面の縁部に額縁印刷がなされており、この額縁印刷の厚さは、通常は１０～５０μｍの
範囲内にある。
【００２６】
　また本発明のタッチパネルでは、通常は、導電層が、金属酸化物としてＩＴＯを用いた
回路パターンであり、該回路パターンに前記粘着剤層が直接接触している。
　本発明のタッチパネルにおいて表面支持体の厚さは、通常は２５～２０００μｍの範囲
内にある。
【００２７】
　また、本発明のタッチパネルでは、通常は、導電層が回路パターンを形成しており、該
回路パターンの厚さは１０～１００ｎｍの範囲内にある。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の積層体における粘着剤層は、酸性基以外の官能基を有する重量平均分子量が５
万～１５万である（メタ）アクリル系ポリマーから形成されている。即ち、本発明の粘着
剤層を形成する粘着剤には実質的に酸成分は含有されていないので、ＩＴＯなどの金属あ
るいは金属酸化物からなる配線の腐食による劣化を有効に抑えることができる。
【００２９】
　さらに、前記粘着剤層を形成することになる粘着剤組成物は、粘着剤成分であるポリマ
ーの重量平均分子量（Mw）が５万～１５万であるので、このような重量平均分子量の小さ
いポリマーに多数の官能基を有するので、架橋密度が高くなり硬質の粘着剤層が形成され
る。このように粘着剤層が硬質でありことにより、外部からの水分の浸入を防止すること
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ができる。
【００３０】
　さらに重量平均分子量が小さいことから、塗布液の固形分濃度を高くすることができ、
例えば７０重量％程度の高濃度であっても問題なく塗工することができ、塗膜塗工工程を
簡略化することができるとの利点を有する。
【００３１】
　さらに、前記ポリマーは、分子量が小さく、これを架橋剤で高密度に架橋しているので
導電膜用粘着剤組成物の硬度が非常に高くなり、外部からの水分の浸入を有効に防止する
ことができるため、粘着剤層の白化が有効に抑制される。
【００３２】
　従って、本発明の導電膜用粘着剤組成物、積層体およびそれを使用したタッチパネルに
おいては、ＩＴＯなどの金属あるいは金属酸化物からなる透明導電膜に対する腐食がおこ
りにくく透明導電膜の電気的特性の変動が少ないと共に、白化、発泡も発生しにくい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、本発明の積層体を組み込んだ抵抗膜方式のタッチパネルにおけるタッチ
パネルユニットの例を模式的に示す断面図である。
【図２】図２は、本発明の積層体を組み込んだ静電容量方式のタッチパネルにおけるタッ
チパネルユニットの例を模式的に示す断面図である。
【図３】図３は、静電容量方式のタッチパネルにおける端部の構成の例を模式的に示す断
面図である。
【図４】図４は、タッチパネルの端部に形成された額縁印刷部分への粘着シートの粘着状
態を模式的に示す断面図である。
【図５】図５は、タッチパネル用の積層体に生ずる発泡の状態を説明するための断面図で
ある。
【図６】図６は、タッチパネル用の積層体に生ずる白化現象の発生を説明するための断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明の積層体は、基材と、粘着剤層と、導電層とがこの順に積層されたものである。
以下、各構成層について説明する。
　〔基材〕
　前記基材は、一般にタッチパネルの最表面を構成する表面支持体などとして機能するも
のであり、そのような表面支持体としての機能、すなわち、一定の強度、透明性を有して
いれば特に制限されない。
【００３５】
　基材を構成する材料の例としては、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、
ポリメチルメタクリレートおよびガラスが挙げられる。
　本発明における基材は、単層構成の層であってもよく、複数の層が積層されて各層の特
性をまとめた複層構成の層であってもよい。
【００３６】
　〔粘着剤層〕
　本発明の積層体における粘着剤層は、上述の通り特定の（メタ）アクリル系ポリマー（
Ａ）とイソシアネート架橋剤（Ｂ）とを含み、必要に応じて（メタ）アクリル系低分子量
体およびその他の成分を含んでもよい。以下、各成分について説明する。
【００３７】
　＜（Ａ）（メタ）アクリル系ポリマー＞
　前記（メタ）アクリル系ポリマー（Ａ）は、アルコキシアルキル（メタ）アクリレート
及び／又はアルコキシアルキレングリコール（メタ）アクリレート（a-1）と、水酸基を
有するモノマー（a-2）と、窒素含有モノマー（a-3）と、
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アルキル(メタ)アクリレート（a-4）とを共重合させて得られる共重合体である。以下、
各構成モノマーについて説明する。
【００３８】
　（（a-1）アルコキシアルキル（メタ）アクリレート及び／又はアルコキシアルキレン
グリコール(メタ)アクリレート）
　前記アルコキシアルキル（メタ）アクリレートおよびアルコキシアルキレングリコール
（メタ）アクリレート（a-1）は、エステル構造のアルコール由来部分として、アルコキ
シアルキル基及び／又はアルコキシアルキレングリコール基を有する（メタ）アクリレー
トであれば、特に限定されない。前記アルコキシアルキル基、アルコキシアルキレングリ
コール基は親水性に優れているため、本発明の積層体において、仮に粘着剤層中に水が浸
入した場合であっても、それを分散させ、かつ前記親水性や水素結合といった作用により
水を保持し、水が粘着剤層中で析出して白化するのを有効に抑制することができる。
【００３９】
　このようなアルコキシアルキル（メタ）アクリレート（a-1）としては、前記白化の抑
制の観点から、アルコキシ部分の炭素数が１～２であり、アルキル部分の炭素数が１～４
であるアルコキシアルキル（メタ）アクリレート、および、アルコキシ部分の炭素数が１
～２であり、アルキレングリコールがエチレングリコール及び／又はプロピレングリコー
ルであるアルコキシアルキレングリコール（メタ）アクリレートが好ましく、アルコキシ
部分の炭素数が１であり、アルキル部分の炭素数が１～２であるアルコキシアルキル（メ
タ）アクリレート、および、アルコキシ部分の炭素数が１であり、アルキレングリコール
がエチレングリコールであるアルコキシアルキレングリコール（メタ）アクリレートがよ
り好ましい。
【００４０】
　このようなアルコキシアルキル（メタ）アクリレート（a-1）の例としては、2-メトキ
シメチル（メタ）アクリレート、2-メトキシエチル（メタ）アクリレート、2-エトキシエ
チルアクリレート、3-メトキシプロピル(メタ)アクリレート、3-エトキシプロピル(メタ)
アクリレート、4-メトキシブチル（メタ）アクリレート、4-エトキシブチル（メタ）アク
リレートが挙げられる。
【００４１】
　このようなアルコキシアルキレングリコール（メタ）アクリレートの例としては、メト
キシジエチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシジプロピレングリコール（メ
タ）アクリレート、エトキシトリエチレングリコール（メタ）アクリレートが挙げられる
。
【００４２】
　これらの中でも、白化の抑制の観点から、2-メトキシエチルアクリレート、メトキシジ
エチレングリコールアクリレートが好ましい。
　本発明においてアルコキシアルキル（メタ）アクリレートおよびアルコキシアルキレン
グリコール（メタ）アクリレート（a-1）は、1種単独でも2種以上を組み合わせて使用し
てもよい。
【００４３】
　このようなモノマーが、本発明の積層体における粘着剤層を形成する（メタ）アクリル
系ポリマー（Ａ）１００重量％中、５０～９９．８重量％、好ましくは、５５～９９．１
重量％共重合されている。共重合量が５０重量％よりも少ないと、湿熱時に水分の析出が
抑えられないことがあり、粘着剤層が白化し、外観に異常をきたすことがある。一方共重
合量が９９．８重量％を超えると、必然的に官能基を有するモノマーの使用量が少なくな
り充分な架橋構造を形成できないことがある。
【００４４】
　（（a-2）水酸基を有するモノマー）
　本発明の積層体を構成する粘着剤層に使用される（メタ）アクリル系ポリマー（Ａ）に
は、水酸基を有するモノマー（a-2）が共重合されている。
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【００４５】
　このモノマー（a-2）の少なくとも一部が後述するイソシアネート系架橋剤（Ｂ）によ
って架橋されることで、前記粘着剤層において高い凝集力が達成され、発泡が効率的に抑
制される。
【００４６】
　また、水酸基を有するモノマーとしては、水酸基を有する（メタ）アクリル酸エステル
がモノマー（a-2）が好ましい。そのような化合物の例としては、2－ヒドロキシエチル（
メタ）アクリレート、3-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、3-クロロ-2-ヒドロキ
シプロピル(メタ)アクリレート、４-ヒドロシキブチル(メタ)アクリレート、6-ヒドロキ
シヘキシル(メタ)アクリレートおよび8-ヒドロキシオクチル(メタ)アクリレートを挙げる
ことができる。
【００４７】
　上記のような水酸基を有する（メタ）アクリル酸エステルとしては、イソシアネート系
架橋剤（Ｂ）との反応性の観点から、2－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートおよび
４-ヒドロシキブチル(メタ)アクリレートが好ましい。
【００４８】
　以上説明した水酸基を有するモノマー（a-2）は、１種単独でも２種以上を組み合わせ
て使用してもよい。
　本発明で使用する（メタ）アクリル系ポリマー（A）１００重量％中において、モノマ
ー(a-2)は０．１～１０重量％、好ましくは０．８～９重量％、さらに好ましくは１．２
～６重量％の範囲内の量で共重合されている。
【００４９】
　モノマー(a-2)の量が上記範囲より少ないと、架橋に関与する水酸基が少なくなり、後
述するイソシアネート系架橋剤（Ｂ）による架橋構造が充分に形成されないことがある。
一方共重合量が１０重量％より多いと、架橋構造が過度に形成され、段差追従性などのそ
の他の特性が不充分になることがある。
（(a-3)窒素含有モノマー）
　本発明の導電膜用粘着剤組成物を構成する粘着剤には、上記のアクリル系ポリマー（A
）中に窒素含有モノマーが共重合している。
【００５０】
　窒素含有モノマーの例としては、ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジエチ
ルアミノエチル（メタ）アクリレート等のアミノ基含有モノマー、
　（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－エチル（メタ）ア
クリルアミド、Ｎ－プロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ヘキシル（メタ）アクリルア
ミド等のアミド基含有モノマー、
　ビニルピロリドン、アクリロイルモルホリン、ビニルカプロラクタム等の窒素系複素環
含有モノマー、
　シアノ(メタ)アクリレート等のシアノ基含有モノマー、
　マレイミド、メチルマレイミド、エチルマレイミド、プロピルマレイミド、ブチルマレ
イミド、ヘキシルマレイミド、オクチルマレイミド、ドデシルマレイミド、ステアリルマ
レイミド、フェニルマレイミド、シクロヘキシルマレイミド等のマレイミド系モノマー等
のマレイミド基含有モノマーを挙げることができる。
【００５１】
　このような窒素含有モノマーを、（メタ）アクリル系ポリマー（Ａ）１００重量％中、
０．１～５重量、好ましくは０．１～４重量%の範囲内の量で共重合させる。
　この窒素含有モノマーは、架橋剤であるポリイソシアネート化合物（B）と水酸基を有
するモノマー（a-2）との架橋構造形成を促進し、さらに、（メタ）アクリル系ポリマー
（Ａ）中の水酸基と水素結合による擬架橋構造を形成する成分であり、この窒素含有モノ
マーが上記規定する範囲より少ないと、架橋構造の形成が不充分になり、硬質の粘着剤層
を形成することができなくなり、粘着剤層の耐水性が低下し、白化などが発生し易くなる
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。また、上記範囲を逸脱して多量に窒素含入モノマーを使用すると、粘着剤が硬質になり
すぎて、額縁印刷部における形態追従性が低下して耐久性が不充分となる虞がある。
【００５２】
　（（a-4）アルキル(メタ)アクリレート）
　本発明の導電膜用粘着剤組成物を構成する粘着剤には、さらに(a-4)アルキル(メタ)ア
クリレートが０～４９．８重量部の範囲内の量、好ましくは０～４４．１重量部の範囲内
の量で共重合していてもよい。即ち、本発明の導電性膜のような粘着剤組成物には、以下
に記載するような(メタ)アクリル酸エステルが共重合していなくともよいし、共重合して
いてもよい。ただし、これらの単量体を共重合させる量が上記上限を超えて共重合させる
と、本発明の（A）成分の特性が損なわれて本発明によって奏される作用効果を示さなく
なる。
【００５３】
　ここで使用する(a-4)(メタ)アクリル酸エステルの例としては、メチル（メタ）アクリ
レート、エチル（メタ）アクリレート、n-プロピル（メタ）アクリレート、iso-プロピル
(メタ)アクリレート、n-ブチル(メタ)アクリレート、iso-ブチル(メタ)アクリレート、te
rt-ブチル(メタ)アクリレート、ペンチル（メタ）アクリレート、ヘキシル(メタ)アクリ
レート、ヘプチル(メタ)アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、オク
チル(メタ)アクリレート、ノニル(メタ)アクリレート、デシル(メタ)アクリレート、ウン
デカ(メタ)アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、オレイル（メタ）アクリレー
ト、ステアリル（メタ）アクリレートおよびジデカ(メタ)アクリレートなどのアルキル（
メタ）アクリレート、(メタ)アクリロニトリル；シクロヘキシル(メタ)アクリレート、ベ
ンジル（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレートを挙げることができる。
【００５４】
　（その他のモノマー）
　さらに、本発明で使用する（メタ）アクリル系ポリマー（A）には、本発明の粘着剤の
特性を損なわない範囲内で、他の重合性化合物が共重合していてもよい。このような他の
重合性化合物の例としては、酢酸ビニル；スチレン、メチルスチレン、ジメチルスチレン
、トリメチルスチレン、プロピルスチレン、ブチルスチレン、へキシルスチレン、ヘプチ
ルスチレンおよびオクチルスチレンなどのアルキルスチレン、フロロスチレン、クロロス
チレン、ブロモスチレン、ジブロモスチレン、ヨウ化スチレン、ニトロスチレン、アセチ
ルスチレンおよびメトキシスチレン等のスチレン系単量体；グリシジル(メタ)アクリレー
ト等を本発明の作用効果を損なわない範囲で使用することができる。上述した他のモノマ
ーは、１種単独であるいは２種以上を組み合わせて使用することができるが、許容される
共重合量は極僅かである。
【００５５】
　（（Ａ）（メタ）アクリル系ポリマー）
　本発明で使用する（メタ）アクリル系ポリマー（A）は、以上説明したモノマーを上記
割合で共重合することにより得られるが、酸性基を有するモノマーを使用することがない
ので、得られる共重合体は酸性基を実質的に有していない。ここで酸性基を実質的に有し
ていないとは、共重合に際して作為的に酸性基を有するモノマーを配合しないことを意味
し、得られるポリマーの酸価で表すと通常は０．５ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である。
【００５６】
　ここで酸性基を有するモノマーとしては、（メタ）アクリル酸、マレイン酸、イタコン
酸、リン酸基を有するモノマー、硫酸基を有するモノマーなどを挙げることができ、これ
らのモノマーは本発明の粘着剤を形成する共重合体中には含有されていない。
【００５７】
　本発明において（メタ）アクリル系ポリマー（A）には、前記のような酸性基含有モノ
マーは共重合していない。このように酸性基含有モノマーを共重合させていないので、本
発明に使用される（メタ）アクリル系ポリマー（A）が、金属あるいは金属酸化物からな
る配線と直接接触してもこれらを腐食することがなく、本発明の積層体における粘着剤層
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に、配線の抵抗値を長期間にわたって変動させないとする特性を賦与することができる。
【００５８】
　さらに、本発明で使用する（メタ）アクリル系ポリマー（A）は、重量平均分子量が５
万～１５万、好ましくは８万～１５万の範囲内にある。なお、本明細書において重量平均
分子量とは、ＧＰＣ（ゲルパーミエーションクロマトグラフィー）により測定した標準ポ
リスチレン換算の重量平均分子量である。
【００５９】
　従来使用されていた粘着剤では重量平均分子量が４０万～１６０万程度の高分子量のア
クリル系ポリマーが使用されていたが、本発明では上述のように（メタ）アクリル系ポリ
マーとして５万～１５万という従来使用されていた粘着剤（４０万～１６０万）と比較す
ると著しく小さい分子量のポリマー（A）を使用することにより、架橋密度が高くなり、
結果として硬化した粘着剤は非常に硬質になる。ただし、粘着剤が完全に硬化するまでは
、アクリル系ポリマーの重量平均分子量が低いので、良好な流動性を示し、非常に優れた
形態追従性を示すが、架橋構造が完全に進行した後は、この粘着剤層は非常に硬質になり
、構成体端部などから浸入する水分が、この粘着剤層に取り込まれることはない。従って
、本発明の粘着剤層が白化することがなく、非常に優れた耐水性を有している。
【００６０】
　また本発明において、（メタ）アクリル系ポリマー（A）について、Foxの式により求め
たガラス転移温度(Ｔg)が通常は－７０℃～０℃、好ましくは－７０℃～－３０℃の範囲
内にある。このようなガラス転移温度（Tg）を有する（メタ）アクリル系ポリマー（A）
を用いることにより、常温で優れた接着強度を有する粘着剤層を得ることができる。
【００６１】
　（（メタ）アクリル系ポリマー（Ａ）の製造方法）
　上記の（メタ）アクリル系ポリマー（A）は、公知の方法により製造することができる
が、溶液重合により製造することが好ましい。溶液重合においては、重合溶媒として、例
えば酢酸エチル、メチルエチルケトン、トルエン、アセトンなどを使用することができる
。
【００６２】
　具体的には反応容器内に重合溶媒、原料モノマーを上記で説明した割合で仕込み、窒素
ガスなどの不活性ガス雰囲気下で重合開始剤を添加し、反応温度５０～９０℃程度に加熱
し、４～２０時間反応させる。
【００６３】
　溶液重合に用いる反応開始剤としては、アゾ系開始剤、過酸化物系開始剤を挙げること
ができる。これらの反応開始剤は、原料モノマー１００重量部に対して、通常は０．０１
～５重量部の範囲内の量で使用される。また、上記重合反応中に、重合開始剤、連鎖移動
剤、原料モノマー、溶媒を適宜追加添加してもよい。
【００６４】
　上記のような条件において、得られる（メタ）アクリル系ポリマー（Ａ）の重量平均分
子量は、公知技術に従って、ノルマルアルキルメルカプタン（例；ノルマルデシルメルカ
プタン）のような分子量調整剤の使用、使用する溶媒の種類および量、重合開始剤の種類
および量、反応時間、反応温度などの反応条件を調整することにより調節することができ
る。
【００６５】
　＜（Ｂ）イソシアネート系架橋剤＞
　本発明の積層体における粘着剤層は、さらにイソシアネート系架橋剤（B）を含有して
いる。当該架橋剤（B）が（メタ）アクリル系ポリマー（Ａ）中の、上記モノマー（a-2）
に由来する架橋性官能基と架橋反応を起こして三次元架橋構造を形成し、粘着剤層に高い
凝集力が付与される。イソシアネート系架橋剤以外の、例えば金属キレート系架橋剤では
、高温環境下での耐久性が不充分であり発泡を抑えることができない虞がある。
【００６６】
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　前記イソシアネート系架橋剤の例としては、トリレンジイソシアネート、キシリレンジ
イソシアネート、クロルフェニレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート
、テトラメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、水添されたジフェニ
ルメタンジイソシアネートなどの分子中に二個以上のイソシアネート基を有する化合物：
それらをトリメチロールプロパン、ペンタエリスリトールなどの多価アルコールと付加反
応させた化合物やイソシアヌレート化合物、ビュレット型化合物、さらには公知のポリエ
ーテルポリオールやポリエステルポリオール、アクリルポリオール、ポリブタジエンポリ
オール、ポリイソプレンなどと付加反応させたウレタンプレポリマー型の分子内に二個以
上のイソシアネート基を有する化合物を挙げることができる。
【００６７】
　これらの中でも、被着体への馴染み性を向上させ貼り合わせ時の泡の巻き込みを低減す
ることができ、高温でのアウトガスを抑制できる点でキシリレンジイソシアネートおよび
そのトリメチロールプロパン付加体、ならびにヘキサメチレンジイソシアネートのイソシ
アヌレート化合物が好ましく、また、貼り付け面の段差追従性を向上させ、耐熱発泡性を
良好にすることができる点でヘキサメチレンジイソシアネートおよびそのトリメチロール
プロパン付加体が好ましい。
【００６８】
　以上説明したイソシアネート系架橋剤（B）は１種単独であるいは２種以上を組み合わ
せて使用することができる。
　前記イソシアネート系架橋剤（B）を配合することにより、本発明の積層体における粘
着剤層の凝集力が向上し、貼り付け時に僅かに気泡を巻き込んでも、この気泡の膨張を抑
えることができ、優れた耐熱発泡性が発揮される。
【００６９】
　＜（メタ）アクリル系低分子量体＞
　本発明の積層体における粘着剤層は、基材及び被着体への馴染み性の向上及び（メタ）
アクリル系ポリマー（Ａ）との相互作用による凝集力の向上の観点から、窒素含有（メタ
）アクリル系モノマーを含むモノマーを重合してなる、酸性基を実質的に有さない（メタ
）アクリル系低分子量体を含有しても良い。「酸性基を実質的に有さない」の意義は、（
メタ）アクリル系ポリマー（Ａ）におけるのと同様である。
【００７０】
　前記窒素含有（メタ）アクリル系モノマーの例としては、上述の窒素含有モノマーが挙
げられ、これらの中でも、粘着剤の凝集力を向上させ、さらに、イソシアネート系架橋剤
（Ｂ）による架橋を促進することができる観点からジメチルアミノエチル（メタ）アクリ
レートおよびアクリルアミドが好ましい。
【００７１】
　なお、（メタ）アクリル系低分子量体が窒素非含有（メタ）アクリル系モノマーを構成
モノマーとして有していてもよいことは勿論であり、そのようなモノマーの例としては、
メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、n-プロピル（メタ）アクリ
レート、iso-プロピル(メタ)アクリレート、n-ブチル(メタ)アクリレート、iso-ブチル(
メタ)アクリレート、tert-ブチル(メタ)アクリレート、ペンチル（メタ）アクリレート、
ヘキシル(メタ)アクリレート、ヘプチル(メタ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)ア
クリレート、オクチル(メタ)アクリレート、ノニル(メタ)アクリレート、デシル(メタ)ア
クリレート、ウンデカ(メタ)アクリレートおよびジデカ(メタ)アクリレートなどのアルキ
ル（メタ）アクリレート、
2－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、2-ヒドロキシエチルプロピル(メタ)アクリ
レート、3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、４-ヒドロシキブチル(メ
タ)アクリレート、6-ヒドロキシヘキシル(メタ)アクリレートおよび8-ヒドロキシオクチ
ル(メタ)アクリレートなどのヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートが挙げられる。
【００７２】
　さらに、α－メチルスチレンなどのスチレン系モノマーが共重合されていてもよい。
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　これらの中でも、重合性、（メタ）アクリル系ポリマー（Ａ）との相溶性の観点から、
アルキル（メタ）アクリレートを８０～９９重量%の割合で用いることが好ましい。
【００７３】
　以上説明した（メタ）アクリル系低分子量体の重量平均分子量は５０００以上５万未満
である。またこのような（メタ）アクリル系低分子量体は、公知の種々の方法により製造
することができる。
【００７４】
　このような（メタ）アクリル系低分子量体は、単独でも２種以上を組み合わせて使用す
ることができる。
　＜その他の成分＞
　本発明の積層体における粘着剤層には、本発明の積層体における粘着剤層の効果を損な
わない範囲で、さらに酸化防止剤、金属腐食防止剤、光安定剤、粘着賦与剤、可塑剤、帯
電防止剤、架橋促進剤、リワーク剤などを配合することもできる。
【００７５】
　前記金属腐食防止剤の例としては、ベンゾトリアゾール系化合物、フェノール系化合物
、芳香族アミン系化合物が挙げられる。
　これらのその他の成分の配合量は、本発明の効果を損なわない範囲で適宜調整される。
【００７６】
　〔導電層〕
　本発明の積層体における導電層は、金属あるいは金属酸化物からなる単層の構造であっ
てもよいし、当該層に更に電極支持体等が積層した複層構造であってもよい。複層構造の
場合には、本発明の積層体における粘着剤層は、電極支持体と接する。
【００７７】
　また前記金属あるいは金属酸化物としては、ＩＴＯ（インジウムティンオキサイド）、
ＡＴＯ（アンチモンティンオキサイド）、酸化錫などが挙げられる。これらは透明性に優
れているので、タッチパネルにおける透明導電膜として好適である。
【００７８】
　さらに、前記電極支持体の構成材料としては、透明性の高いガラス、ポリカーボネート
、ポリメチルメタクリレートおよびポリエチレンテレフタレートなどが挙げられる。
　導電層は好ましくは、静電容量方式のタッチパネルにおいて主流の、金属あるいは金属
酸化物からなる単層構造である。
【００７９】
　〔積層体の製造方法〕
　本発明の積層体は、以上説明した基材と、粘着剤層と、導電層とがこの順に積層されて
なる。
【００８０】
　当該積層体の製造方法は特に限定されないが、例えば
（１）基材上に粘着剤層を形成する粘着剤組成物を塗布して粘着剤層を形成し、さらにそ
の粘着剤層上に導電層を形成する方法、
（２）導電層上に粘着剤層を形成する粘着剤組成物を塗布して粘着剤層を形成し、さらに
その粘着剤層上に基材を積層する方法、
（３）予め剥離ライナー上に粘着剤層を形成しておき、これ（粘着剤層）を基材上に転写
し、剥離ライナーを剥離し、さらに転写された粘着剤層を、粘着剤層が導電層に接するよ
うにして、基材とともに導電層に貼着する方法、
（４）予め剥離ライナー上に粘着剤層を形成しておき、これ（粘着剤層）を導電層上に転
写し、剥離ライナーを剥離し、さらに転写された粘着剤層を、粘着剤層が基材に接するよ
うにして、導電層とともに基材に貼着する方法が挙げられる。
【００８１】
　前記粘着剤組成物は、上記（メタ）アクリル系ポリマー（A）と、この（メタ）アクリ
ル系ポリマー（A）１００重量部に対して、イソシアネート系架橋剤（B）を通常０．１～
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１０重量部、好ましくは０．１～５重量部、必要に応じてその他の成分を配合することに
より得られる。
【００８２】
　また、基材上または導電層上に前記粘着剤組成物を塗布する際、または剥離ライナー（
例：剥離処理ＰＥＴ等）上に粘着剤層を形成する際には、粘着剤層形成成分を、公知の粘
着剤と同様に、溶媒で適当な濃度に希釈し、それを基材または剥離ライナー上に塗工して
、乾燥する。これにより、粘着剤層が形成される。
【００８３】
　なお、前記塗工の方法に特に制限は無いが、例えばグラビヤロールコーター、リバース
ロールコーター、キスロールコーター、ディップロールコーター、バーコーター、ナイフ
コーターまたはスプレーコーターなどを用いて塗布することができる。
【００８４】
　本発明で用いる（メタ）アクリル系ポリマー（A）、架橋剤（B）、および必要に応じて
使用されるその他の成分を溶媒中に含有する塗布溶液は、（メタ）アクリル系ポリマー（
A）の重量平均分子量（Mw）が低いことから、酢酸エチル、メチルエチルケトン、アセト
ン、トルエンなどの溶剤中で容易に不揮発分の濃度を調整することができる。そのため、
そのような塗布溶液を用いることにより、塗工後の粘着剤層の厚さを容易に所望の厚さに
することができる。特に前記塗布溶液は、容易に不揮発分含量を高くすることができ、例
えば不揮発分を４０～８０％、好ましくは５０～７５％の範囲内で調整することが可能で
あるので、所望の厚さ（乾燥厚さ）の粘着剤層を少ない塗布回数で形成することができる
。
【００８５】
　また、このように不揮発分含量の高い溶液を用いることにより、塗工・乾燥後の塗膜の
レベリング性が向上し、さらに乾燥時間も短縮され作業性が向上する。さらに揮発溶剤量
が少ないので環境への負荷も小さくなる。
【００８６】
　このような特性を利用して、本発明の積層体における粘着剤層は、上記塗布溶液を、乾
燥後の膜厚（乾燥厚さ）が１０～１０００μｍの範囲内の厚さ、好ましくは２５～５００
μｍの範囲内の厚さになるように塗布することにより得られる。
【００８７】
　この粘着剤の塗布溶液は、剥離ライナー上に塗布される場合には、ライナー上に塗布し
、溶媒を除去した後、形成された粘着剤層の表面（剥離ライナーに接していない面）に、
もう一つの剥離ライナーを貼着して、通常は０～５０℃の温度で1日～１０日養生し、イ
ソシアネート系架橋剤（Ｂ）による架橋を行う。
【００８８】
　これにより、形成された粘着剤層のゲル分率が、通常は５０～８０％、好ましくは５０
～７０％の範囲内になる。なお、本発明においてゲル分率は以下のようにして求める。
　２３℃で7日間熟成後の粘着剤層サンプル約０．１ｇをサンプル瓶に採取し、酢酸エチ
ル３０ccを加えて４時間振盪した後、このサンプル瓶の内容物を２００メッシュのステン
レス製金網で濾過し、金網上の残留物を１００℃で2時間乾燥して乾燥重量を測定し、次
式により求める。
【００８９】
【数１】

　このようにして粘着剤層を用いて粘着シートを形成して使用することもできる。
【００９０】
　［タッチパネル］
　本発明のタッチパネルは、表面支持体と、粘着剤層と、導電層とがこの順に積層された
積層体を含むタッチパネルユニットと、該タッチパネルユニット上に積層されたフラット
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パネルディスプレイとからなるタッチパネルであって、前記積層体が、本発明の積層体で
あることを特徴としている。すなわち、本発明の積層体における基材は、本発明のタッチ
パネルにおける表面支持体として機能する。
【００９１】
　図１および図２に示すように、タッチパネルユニットには、抵抗膜方式タッチパネルの
ユニット（図１参照）と、静電容量方式タッチパネルのユニット（図２参照）とがある。
　図１に抵抗膜方式タッチパネルユニット１０-1の例を示す。図１に示されるように、抵
抗膜方式のタッチパネルユニット１０-1は、貼り合わせ剤３０によって間隙３４が形成さ
れるように上部積層体１１-1と下部積層体１３-1とが離間して結合してなり、間隙３４内
には有効にスペースを確保するためにスペーサー３２が配置されている。
【００９２】
　上部積層体１１-1には、間隙３４に面して金属あるいは金属酸化物からなる透明導電膜
２７-1が配置されている。この透明導電膜２７-1は、ＩＴＯ（インジウムティンオキサイ
ド）、ＡＴＯ（アンチモンティンオキサイド）、酸化錫などの透明性を有する導電材料で
形成されており、通常は図１に示すようにポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）あるい
はガラスからなる上部電極支持体２５-1の表面に形成されている。
【００９３】
　上部積層体１１-1の最表面には表面支持体２１-1が配置されており、この表面支持体２
１-1は通常は透明性の高いガラスあるいはポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）などの透明フィルムである。
【００９４】
　上記表面支持体２１-1と上部電極支持体２５-1とを接着するために、粘着剤層２３-1が
形成されている。以上説明した上部積層体１１-1が、本発明の積層体に該当する。
　また、下部積層体１３-1には、同様に間隙３４に面して金属あるいは金属酸化物からな
る透明導電膜２７-2が形成されており、この透明導電膜２７-2は、ＩＴＯ（インジウムテ
ィンオキサイド）、ＡＴＯ（アンチモンティンオキサイド）、酸化錫などの透明性を有す
る導電材料で形成されており、通常は図１に示すようにポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）あるいはガラスからなる下部電極支持体２５-2の表面に形成されている。
【００９５】
　下部積層体１３-1の最深部にはフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）の表面と対面す
るように深部の表面支持体２１-2が形成されており、この深部の表面支持体２１-2はガラ
スあるいはポリカーボネートなどの透明性の高い部材から形成されている。
【００９６】
　下部積層体１３-1において、深部の表面支持体２１-2と下部電極支持体２５-2とを接着
するために、粘着剤層２３-2が形成されている。以上説明した下部積層体１３-1もまた、
本発明の積層体に該当する。
【００９７】
　また、上記貼り合わせ剤３０として本発明の積層体における粘着剤層を構成する粘着剤
が使用されることもある。
　なお、上記透明導電膜２７-1および２７-2は、回路パターンとして形成されており、表
面支持体２１-1の上から指などで圧力を加えることにより、圧力が加わった部分の間隙３
４が消滅して透明導電膜２７-1および２７-2が接触して通電し、加圧部分を検知するよう
に形成されている。
【００９８】
　抵抗膜方式のタッチパネルユニット１０-1において、表面支持体２１-1の厚さは通常は
２５～２０００μｍであり、上部透明導電膜２７-1の厚さは通常１０～１００ｎｍであり
、上部電極支持体２５-1の厚さは通常は２５～２０００μｍである。これらを積層する粘
着剤層２３-1の厚さは上述の通り、１０～１０００μｍの範囲内にある。
【００９９】
　同様に抵抗膜方式のタッチパネルユニットにおいて、深部の表面支持体２１-2の厚さは
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通常は２５～２０００μｍであり、下部透明電膜２７-2の厚さは通常１０～１００ｎｍで
あり、下部電極支持体２５-2の厚さは通常は２５～２０００μｍである。これらを積層す
る粘着剤層２３-2の厚さは上述の通り、１０～１０００μｍの範囲内にある。
【０１００】
　また、抵抗膜方式のタッチパネルユニット１０-1において、中央に形成されている間隙
３４の幅は、通常は１００～３００μｍの範囲内にある。
　他方、静電容量方式のタッチパネルユニット１０-2は、図２に示すように、一般にはガ
ラス、ポリカーボネートなどの透明性の高い部材からなる中央支持体６０を挟んで上部積
層体１５-1と下部積層体１５-2とが対向配置された構造を有していることが多い。
【０１０１】
　静電容量方式のタッチパネル１０-2における上部積層体１５-1では、中央支持体６０に
接触して透明導電膜５７-1が配置されており、最表面には、カバーガラスあるいはポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の光透過性部材からなる表面支持体５１-1が配置され
ている。この透明導電膜５７-1と表面支持体５１-1とを接着するように粘着剤層５３-1が
配置されており、この粘着剤層５３-1は、透明導電膜５７-1と直接接触している。以上説
明した上部積層体１５-1が、本発明の積層体に相当する。
【０１０２】
　一方、静電容量方式のタッチパネルユニット１０-2における下部積層体１５-2では、中
央支持体６０に接触して透明導電膜５７-2が配置されており、最深部には、カバーガラス
あるいはポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の光透過性部材からなる表面支持体５
１-2が配置されている。この透明導電膜５７-2と最深部の表面支持体５１-2とを接着する
ように粘着剤層５３-2が配置されており、この粘着剤層５３-2は、透明導電膜５７-2と直
接接触している。以上説明した下部積層体１５-2もまた、本発明の積層体に該当する。
【０１０３】
　静電容量方式のタッチパネルユニット１０-2において、最深部の表面支持体５１-2は、
フラットパネルディスプレイと対面するように配置される。
　上記静電容量方式のタッチパネルユニット１０-2において、上部表面支持体５１-1の厚
さは通常は２５～２０００μｍ、上部透明導電膜５７-1の厚さは通常は１０～１００ｎｍ
であり、両者を接着する粘着剤層５３-1の厚さは上述のように１０～１０００μｍである
。また下部積層体１５-2において、下部透明導電膜５７-2の厚さは通常は１０～１００ｎ
ｍであり、最深部の表面支持体５１-2の厚さは通常は２５～２０００μｍであり、両者を
接着する粘着剤層５３-2の厚さは上述のように１０～１０００μｍである。また、上記上
部積層体１５-1と下部積層体１５-2との間にある中央支持体６０の厚さは、通常は２５～
２０００μｍの範囲内にある。
【０１０４】
　なお、上部透明導電膜５７-1および下部透明導電膜５７-2は、回路パターンを形成して
いる。また、図２に示す静電容量方式のタッチパネルユニット１０-2においては、上部積
層体１５-1および下部積層体１５-2を、Ｘ軸方向およびＹ軸方向にそれぞれ独立に設けら
れた二系列の回路とすることにより、上部積層体１５-1または下部積層体１５-2の一方を
省略することもできる。
【０１０５】
　静電容量方式のタッチパネルにおいては、タッチパネルユニット１０-2の表面に指が接
触することによる接触部分の静電容量の変化を読み取ってタッチパネルを駆動させる。
　上記のようなタッチパネルユニットには、例えば図２にＡで示す上部表面支持体５１-1
の縁部の、表面支持体５１-1の粘着剤層５３-1と接触する面に額縁印刷が施される。この
額縁印刷部分を図３に拡大して示す。図３において額縁印刷部分は付番６２で示されてい
る。この額縁印刷部分６２の厚さ（ｔ0）は通常１０～５０μｍであり、その断面はほぼ
矩形に形成されている。粘着剤層５３-1は、上述したように予め剥離ライナー上に形成さ
れた粘着剤層を導電層上に転写し、剥離ライナーを剥離して露出した粘着剤層の面に基材
（表面支持体５１-1）を貼着することなどにより形成されるので、粘着剤層が硬質で形態
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追従性に乏しいと、図４（イ）に示すように額縁印刷部分６２の端部であって表面支持体
５１-1との間に、粘着剤層５３-1が表面支持体５１-1および額縁印刷部分６２の縁部のい
ずれにも接触していない空隙６４が形成されてしまう。この部分は本来は図４（ロ）に示
すように、空隙６４を形成せずに表面支持体５１-1および額縁印刷部分６２の縁部に粘着
剤層５３-1が密着しなければならない。
【０１０６】
　しかしながら、従来のように重量平均分子量が４０万～１６０万のポリマーであり、し
かも分子量分布が狭い粘着成分をベースにした粘着剤においては、こうした非常に微細な
形態の変化に粘着剤層の形状が変化しきれずに、空隙６４が形成されてしまうのである。
【０１０７】
　表面支持体、粘着剤層および（支持体を有することもある）導電膜が積層された本発明
の積層体を構成する粘着剤層５３-1は、上述のように特定のモノマー（a-1）を共重合さ
せた、重量平均分子量（Ｍｗ）が５万～１５万の（メタ）アクリル系ポリマー(A)を用い
るので、これらをイソシアネート系架橋剤（B）で架橋して高い凝集力を付与した状態で
あっても、非常に優れた形態追従性を有しており、額縁印刷部分６２の周辺に空隙６４が
形成されることがなく、発泡が抑制される。
【０１０８】
　また、本発明のタッチパネルが、図５に示すように支持体５１-2としてポリカーボネー
ト（PC）のようにアウトガスの発生し易い部材を用いた場合、例えば耐熱試験条件８０℃
で試験を行うと支持体からのアウトガスが発生して支持体と粘着剤層との間に気泡６６を
生じさせることがある。また、アウトガスが発生しない支持体を用いたとしても、支持体
と粘着剤層との接着の際に泡６８を巻き込むことがあり、温度変化によってこの気泡が成
長すれば発泡原因となる。本発明のタッチパネルにおける粘着剤層は、特定の組成を有し
、重量平均分子量（Ｍｗ）が５万～１５万の低分子量のポリマーを用いて高密度に架橋構
造が形成されているので、粘着剤層が支持体（ミクロの視点で見ると凹凸を有している）
や額縁印刷の印刷段差に充分に追従することができ、泡の巻き込みはほとんど発生せず、
しかも前記ポリマー（A）をイソシアネート系架橋剤（B）で架橋しているので、粘着剤層
は非常に高い凝集力を有しており、上記のようなアウトガスによる発泡および巻き込み気
泡の成長による発泡を高い凝集力によって抑え込むことができる。従って、本発明のタッ
チパネルでは、上記のような発泡は殆ど観察されないようにすることができる。
【０１０９】
　また、タッチパネルでは、耐久試験条件（６０℃、９０％RH）でタッチパネルを放置す
ると、図６に示すように、支持体及び端部から水分が浸入することがある。温度が高い条
件では、この浸入した水分が析出することはないが、温度が下がると浸入した水分が析出
してタッチパネルが白化し、ヘイズが著しく悪化する（図６上側）。本発明のタッチパネ
ルを形成する粘着剤層は、前述のようにポリマーの分子量が小さく密に架橋構造が形成さ
れており、硬化した粘着剤層は非常に硬質であるので、水分が浸入しにくく、白化現象に
よるヘイズの悪化が極めて発生しにくい（図６下側）。
【０１１０】
　さらに、本発明のタッチパネルにおける粘着剤層には酸性基が実質的に含有されていな
いので、金属あるいは金属酸化物からなる透明導電膜にこの粘着剤層が直接接触したとし
ても、透明電極膜の抵抗値の変化は最大でも１０％以下であり、この変化量はタッチパネ
ルを駆動させる上では全く問題にならない量である。
【０１１１】
　上記のように本発明のタッチパネルは、粘着剤層として特定の組成を有する重量平均分
子量５万以上４０万未満で分子量分布が１０以上の（メタ）アクリル系ポリマー（A）と
、イソシアネート系架橋剤（B）とを有する粘着剤層を用いて、表面支持体（基材）と導
電層（例：透明導電膜）とを粘着しており、前記粘着剤層は優れた形態追従性を有してお
り、縁部に形成された額縁印刷部分に空隙が形成されることなく、また、巻き込みによる
発泡およびアウトガスによる発泡の両者を抑えることができ、さらにアルコキシアルキル
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（メタ）アクリレートのアルコキシ部分の影響で、粘着剤層が白化してヘイズが低下する
こともほとんどない。
【実施例】
【０１１２】
　次に本発明の実施例を示して本発明をさらに詳細に説明するが本発明はこれらによって
限定されるものではない。
　以下に示す方法により、粘着剤の重量平均分子量、ゲル分率、不揮発分、湿熱白化性、
耐熱発泡性、ＩＴＯ腐食性、塗工性、作業性、段差追従性、接着強度を測定した。
【０１１３】
　〔測定方法〕
＜分子量＞
分子量はゲルパーミエ-ションクロマトグラフィー（GPC）を用いて下記の条件で標準ポリ
スチレン換算による重量平均分子量を求めた。
GPCの測定条件
測定装置HCL-8120GPC(東ソー（株）製)
GPCカラム構成、以下に記載する五連のカラム（全て東ソー（株）製）を用いた。
（１）TSK-DEL  HXL-H〔ガードカラム〕
（２）TSK-DEL  G7000HXL
（３）TSK-DEL  GMHXL
（４）TSK-DEL  GMHXL
（５）TSK-DEL  G2500HXL
　サンプル濃度１．０mg/cm3となるようにテトラヒドロフランで希釈
　移動相溶媒：テトラヒドロフラン
　流速：１．０mg/cm3

　カラム温度：４０℃
＜ゲル分率＞
　２３℃で７日間熟成後、粘着剤約０．１ｇをサンプル瓶に採取し、酢酸エチル３０ccを
加えて４時間振盪させた後、このサンプル瓶の内容物を２００メッシュのステンレス製金
網で濾過し、金網上の残留物を１００℃で２時間乾燥させて乾燥重量を測定し、次式によ
りゲル分率を求めた。
ゲル分率（％）＝（乾燥重量/粘着剤採取重量）×１００
＜白化（ヘイズ）＞
　得られた粘着シートの片面の剥離シートを剥がして厚み３８μｍのポリエチレンテレフ
タレートフィルムに貼り合わせて、５０mm×５０mmのサイズに裁断した。
【０１１４】
　次いでもう一方の剥離フィルムを剥がして、厚み１．５mmのガラス板に貼り合わせて試
験片を作成した。
　作成した試験片の耐久試験前のヘイズを測定した後、６０℃９０％RH環境下、および、
８５℃、８５％RH環境下にそれぞれ静置した。２４時間試験片を取り出し、常温下で１時
間放置した後ヘイズを測定し、耐久試験前のヘイズ値との差を求めた。
【０１１５】
　ヘイズの測定は、MH-150（村上色彩研究所（株）製）を用いた。
＜発泡＞
　得られた粘着シートの片面の剥離シートを剥がし、ITOを蒸着した厚さ３８μｍのポリ
エチレンテレフタレートフィルムに貼り合わせて試験片を作成した。
【０１１６】
　次いで、もう一方の剥離フィルムを剥がして、厚み１．５mmのガラス板に貼り合わせて
試験片を作成した。
　作成した試験片の試験前のヘイズを、上述の方法に従って測定した後、６０℃、９０％
RH、８５℃ドライ環境下に放置した後、８５℃８５％の環境下にそれぞれ放置した。５０
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０時間後試験片を取り出し、常温で１時間静置下後、目視で発泡の有無を確認した。
＜段差追従性＞
　得られた粘着シート（粘着剤厚さ５０μｍ）の片面の剥離処理されたＰＥＴフィルムを
剥がし、２５μｍ厚のＰＥＴフィルムを貼り合わせ５０mm×５０mmに裁断して試験片を作
成した。
【０１１７】
　次いで２５mm×２５mmに裁断した１０μｍＰＥＴフィルムをガラス板上に置き、作成し
た試験片のもう一方の剥離処理されたＰＥＴフィルムを剥がし、ガラス板上のＰＥＴフィ
ルムを全面を覆うように貼り付け８０℃環境下に５００時間静置した後常温下に１時間静
置し，段差部分の外観を観察した。
＜塗工性＞
　得られた粘着剤組成物を、乾燥後の厚さが２５０μｍになるようにポリエチレンテレフ
タレートフィルム上に塗工した。塗工後、塗膜の外観を目視で観察した。
【０１１８】
　評　価　　　内　　容
　　○・・塗膜表面が平滑で外観異常がない。
　　×・・塗膜表面にスジ、気泡などの外観異常が見られる。
〔実施例１〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３６重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチル
エチルケトン（MEK）４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１１９】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部およびノルマルドデシ
ルメルカプタン（NDM）０．３重量部を加え、窒素雰囲気下７０℃で反応を開始し、反応
途中でアゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．４重量部およびを数回に分けて添加しな
がら５時間反応を行った。
【０１２０】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(1)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タケ
ネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの表
面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィル
ムを配置して７日間養生した。
【０１２１】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例２〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシジエ
チレングリコールアクリレート（ECA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３６重量
部、アクリルアミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量
部およびメチルエチルケトン（MEK）４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０
℃に昇温した。
【０１２２】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、窒素雰囲気下７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾ
ビスイソブチロニトリル（AIBN）０．４重量部およびを数回に分けて添加しながら５時間
反応を行った。
【０１２３】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
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ポリマー(2)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（２）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タケ
ネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの表
面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィル
ムを配置して７日間養生した。
【０１２４】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例３〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３６重量部、ジメチルア
ミノエチルアクリレート（DMAEA）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）
７重量部およびメチルエチルケトン（MEK）５０重量部を仕込み、窒素ガスを導入しなが
ら７０℃に昇温した。
【０１２５】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１２６】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(3)を得た。
〔実施例４〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３６重量部、n-ビニルピ
ロリドン（n-VP）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部および
メチルエチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温し
た。
【０１２７】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１２８】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(4)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（４）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タケ
ネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの表
面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィル
ムを配置して７日間養生した。
【０１２９】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例５〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３６重量部、アクロイル
モルホリン（ACMO）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およ
びメチルエチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温
した。
【０１３０】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
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ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１３１】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(5)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（５）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タケ
ネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの表
面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィル
ムを配置して７日間養生した。
【０１３２】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例６〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）９１重量部、アクリルアミド（AM）２重量部、アクロイルモルホ
リン（ACMO）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチ
ルエチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１３３】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１３４】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(6)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（６）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タケ
ネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの表
面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィル
ムを配置して７日間養生した。
【０１３５】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例７〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３７．５重量部、アクリ
ルアミド（AM）０．５重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およ
びメチルエチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温
した。
【０１３６】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１３７】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(7)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（７）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タケ
ネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの表
面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィル
ムを配置して７日間養生した。
【０１３８】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
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〔実施例８〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３４重量部、アクリルア
ミド（AM）４重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチル
エチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１３９】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１４０】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(8)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（８）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タケ
ネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの表
面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィル
ムを配置して７日間養生した。
【０１４１】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例９〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）４３重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、4-ヒドロキシブチルアクリレート（4-HBA）７重量部およびメチル
エチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１４２】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１４３】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(9)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（９）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タケ
ネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの表
面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィル
ムを配置して７日間養生した。
【０１４４】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例１０〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）４１重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）２重量部およびメチル
エチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１４５】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１４６】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(10)を得た。
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　得られたアクリル系ポリマー（１０）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１４７】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例１１〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３３重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）１０重量部およびメチ
ルエチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１４８】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１４９】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(11)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１１）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１５０】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例１２〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３６重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチル
エチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら８１℃に昇温した。
【０１５１】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１５２】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量５万のアクリル系
ポリマー(12)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１２）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１５３】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
〔実施例１３〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３６重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチル
エチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら８２℃に昇温した。
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【０１５４】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１５５】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量１４万のアクリル
系ポリマー(13)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１３）に表１に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１５６】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表1に示す。
【０１５７】
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【表１】

〔比較例１〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）３１重量部、ブチルアクリレート（BA）６０重量部、アクリルア
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ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチル
エチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１５８】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１５９】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(14)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１４）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１６０】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
〔比較例２〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）３１重量部、ブチルアクリレート（BA）３１重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチル
エチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１６１】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１６２】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(15)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１４）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１６３】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
〔比較例３〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、ブチルアクリ
レート（BA）９１重量部、アクリルアミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレ
ート（2-HEA）７重量部およびメチルエチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガス
を導入しながら８２℃に昇温した。
【０１６４】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１６５】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(16)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１６）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
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ルムを配置して７日間養生した。
【０１６６】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
〔比較例４〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、2-エチルヘキ
シルアクリレート（2-EHA）９１重量部、アクリルアミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシ
エチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチルエチルケトン（MEK)４５重量部を仕
込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１６７】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１６８】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(17)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１７）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１６９】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
〔比較例５〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３８重量部、2-ヒドロキ
シエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチルエチルケトン（MEK)４５重量部を
仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１７０】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１７１】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(18)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１８）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１７２】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
〔比較例６〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３２重量部、アクリルア
ミド（AM）６重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチル
エチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１７３】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
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ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１７４】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー(19)を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（１９）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１７５】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
〔比較例７〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３２重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部および酢酸エ
チル（EtAc）１００重量部、メチルエチルケトン（MEK)２０重量部を仕込み、窒素ガスを
導入しながら８９℃に昇温した。
【０１７６】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．２重量部を加え、ノルマルドデシル
メルカプタンNDM)を加えずに、７０℃で５時間反応を行った。
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分３５％、平均分子量３５万のアクリル
系ポリマー(20)を得た。
【０１７７】
　得られたアクリル系ポリマー（２０）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１７８】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
〔比較例８〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３２重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部、アクリル酸
（AA）１重量部およびメチルエチルケトン（MEK)４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入し
ながら８９℃に昇温した。
【０１７９】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え、７０℃で反応を開始し、反応途中でアゾビスイソブチ
ロニトリル（AIBN）０．４重量部を数回に分けて添加しながら５時間反応を行った。
【０１８０】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマ（２１）を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（２１）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１８１】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
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〔比較例９〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）６５重量部、ブチルアクリレート（BA）３６重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部および酢酸エ
チル（EtAc）１００重量部、メチルエチルケトン（MEK)２０重量部を仕込み、窒素ガスを
導入しながら８９℃に昇温した。
【０１８２】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部、ノルマルドデシルメ
ルカプタン(NDM)0.3重量部を加え５時間反応を行った。
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー（２２）を得た。
【０１８３】
　得られたアクリル系ポリマー（２２）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１８４】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
〔比較例１０〕
　攪拌機、環流冷却器、温度計および窒素ガス導入管を備えた反応装置に、メトキシエチ
ルアクリレート（MEA）５５重量部、ブチルアクリレート（BA）３６重量部、アクリルア
ミド（AM）２重量部、2-ヒドロキシエチルアクリレート（2-HEA）７重量部およびメチル
エチルケトン（MEK）４５重量部を仕込み、窒素ガスを導入しながら７０℃に昇温した。
【０１８５】
　次いで、アゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．００５重量部およびノルマルドデシ
ルメルカプタン（NDM）０．３重量部を加え、窒素雰囲気下７０℃で反応を開始し、反応
途中でアゾビスイソブチロニトリル（AIBN）０．４重量部およびを数回に分けて添加しな
がら５時間反応を行った。
【０１８６】
　反応終了後、酢酸エチル（EtAc）を加えて固形分６５％、平均分子量９万のアクリル系
ポリマー（２３）を得た。
　得られたアクリル系ポリマー（２３）に表２に示すようにイソシアネート系硬化剤（タ
ケネートD-110N、三井化学（株）製）を加えて混合し、剥離処理を施したPETフィルムの
表面に乾燥厚さ２５０μｍになるように塗布し、さらにこの塗布面に別の剥離性PETフィ
ルムを配置して７日間養生した。
【０１８７】
　得られたフィルムのゲル分率、ヘイズ変化、耐ガラス発泡、段差追従性、ITOの抵抗変
化率および２５０μｍ厚の塗工適性を表２に示す。
【０１８８】
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【表２】

【符号の説明】
【０１８９】
１０-1・・・抵抗膜方式のタッチパネルユニット
１０-2・・・静電容量方式のタッチパネルユニット
１１-1・・・上部積層体
１３-1・・・下部積層体
１５-1・・・上部積層体
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１５-2・・・下部積層体
２１-1・・・表面支持体
２１-2・・・深部の表面支持体
２３-1・・・粘着剤層
２３-2・・・粘着剤層
２５-1・・・上部電極支持体
２５-2・・・下部電極支持体
２７-1・・・透明導電膜
２７-2・・・透明導電膜
３０・・・貼り合わせ剤
３２・・・スペーサー
３４・・・間隙
５１-1・・・表面支持体
５１-2・・・表面支持体
５３-1・・・粘着剤層
５３-2・・・粘着剤層
５７-1・・・透明導電膜
５７-2・・・透明導電膜
６０・・・中央支持体
６２・・・額縁印刷部分
６４・・・空隙
６６・・・気泡
６８・・・泡

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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